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(57) Abstract: In order to provide at least partial
protection against damaging environmental eftects
for an electronic assembly (10) having various elec-
tronic components (12, 18) on a circuit board, the in-
vention proposes enclosing at least one component
(18) to be protected with a potting compound, whe-
rein said compound in turn is enclosed by a potting
frame (20).

(57) Zusammenfassung: Um bei einer elektroni-
schen Baugruppe (10) mit verschiedenen elektroni-
schen Bauteilen (12, 18) auf einer Leiterplatte we-
nigstens partiellen Schutz gegeniiber schidlichen
Umwelteinfliissen herzustellen, wird vorgeschlagen,
dass wenigstens ein zu schiitzendes Bauteil (18) mit
einer Vergussmasse zu umschliessen, die wiederum
von einem Vergussrahmen (20) umgeben ist.
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Elektronische Baugruppe mit einem von einer Vergussmasse

umschlossenen Bauteil und Verfahren zu deren Herstellung

Die Erfindung betrifft eine elektronische Baugruppe mit einem von einer

Vergussmasse umschlossenen Bauteil und Verfahren zu deren Herstellung.

Elektronische Baugruppen, also aus mehreren und uUblicherweise
verschiedenen elektronischen Bauteilen bestehende, auf eine Leiterplatte
gelbtete Schaltungen sind zunehmend Umwelteinfliussen ausgesetzt und
mussen auch vor anderen schadlichen dul3eren Einflussen geschutzt werden.
In verschiedenen Anwendungen ist zudem erforderlich, in der Baugruppe
beim Betrieb entstehende Warme abzufiuihren und sonstige Einflusse der
Baugruppe auf die Umwelt zu verhindern. So durfen die Materialien der
elektronischen Bauteile der Baugruppe im Betrieb nicht mit der umgebenden
Gasatmosphare reagieren oder schadliche Stoffe in die Umgebungsluft

abgeben.

Es ist bekannt, aus den genannten Grunden Leiterplatten mit solchen
Baugruppen nach ihrer Fertigstellung zu lackieren oder mit einem geeigneten
Uberzug zu versehen. Als Lacke dieser Art werden meist Einkomponenten-
Kunstharz-Lacke verwendet. Zur Vereinfachung werden solch grof3flachigen
Beschichtungen der Leiterplatte und der darauf befindlichen Bauteile
Ublicherweise in einem Tauchbad realisiert oder durch Automaten im
Spruhverfahren aufgebracht. Eine solche Lackierung einer Baugruppe dient
als Feuchtigkeits- und Korrosions-Schutz fur die Leiterplatte und die darauf

geléteten Bautelle.

Es ist auch bekannt, komplette elektronische Baugruppen zu vergielien,
wobei ein solcher Verguss grol3flachig mit Dispensern, teilweise sogar mit
Handdispensern, aufgebracht wird. Ublicherweise werden als Vergussmasse
Zweikomponenten-Kunststoffe verwendet, deren FlieRverhalten und

Aushartezeit wie gewlnscht eingestellt werden kann.
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Ein Einsatz der besagten elektronischen Baugruppen in
explosionsgefahrdeten Bereichen richtet sich nach den gesetzlichen
Bestimmungen. Wenn die Baugruppe sicherheitsrelevante Bauteile wie z. B.
solche, die sich im Betrieb stark erwérmen oder in die Gas aus der
Umgebung eindringen kénnten, aufweist, ist eine Lackierung der Baugruppe

haufig nicht hinreichend.

Zunehmend werden beim so genannten HOTMELT-Verfahren auch
thermoplastische Kunststoffe als Vergussmasse eingesetzt, mit denen
beispielsweise Stecker oder Kabel umspritzt werden, um sonst dafir
verwendete einzelne Gehause zu ersetzen. Solche thermoplastischen
Kunststoffe sind auch als Heil3kleber bekannt. Das HOTMELT-Verfahren
arbeitet mit Giel3formen, also Matrizen, die die zu umgiel3enden Stecker-
oder Kabelabschnitte vollstdndig umschliel3en und aufnehmen. Ein
vollstandiges Umgielien einer elektronischen Baugruppe nach dem
HOTMELT-Verfahren ist im Vergleich zum oben geschilderten

Zweikomponenten-Verguss zu aufwendig und zu teuer.

Bei manchen Baugruppen ist ein vollstandiger, blockartiger Verguss der
gesamten Baugruppe, sei es mit Zweikomponenten-Vergussmasse, sei es
nach dem HOTMELT-Verfahren nicht méglich und sinnvoll, wenn die
Baugruppe Bauteile aufweist, die nicht vergossen oder von der
Vergussmasse Uberdeckt werden durfen, wie z. B. mechanisch arbeitende
Bauteile wie Taster oder optische Anzeigen wie z.B. LEDs. Falls in einem
solchen Fall jedoch ein Verguss gewunscht oder erforderlich ist, werden
komplexe und teure Baugruppen-spezifische Vergussrahmen fur jede dieser

Baugruppen bendtigt.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine elektronische Baugruppe mit
verschiedenen elektronischen Bauteilen auf einer Leiterplatte anzugeben und
zu schaffen, die mit einem auf einfache Weise herzustellenden, wenigstens

partiellen Schutz gegenuber schadlichen Umwelteinflussen ausgestattet ist.
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Diese Aufgabe wird nach der Erfindung gelést durch eine elektronische
Baugruppe von verschiedenen elektronischen Bauteilen auf einer Leiterplatte,
wovon wenigstens ein Bauteil von einer Vergussmasse umschlossen ist, die

wiederum von einem Vergussrahmen umgeben ist.

Bei einer bevorzugten Ausfuhrungsform der erfindungsgemafen Baugruppe
ist die Seite der Leiterplatte, auf der sich der Vergussrahmen befindet, mit

einem Lack Uberzogen.

Bei einer anderen Ausfuhrungsform der erfindungsgemalen Baugruppe
weist der Vergussrahmen Abstandsnippel zur geeigneten Positionierung um

das Bauteil auf.

Bei noch einer anderen Ausfuhrungsform der erfindungsgemalfien
Baugruppe ist die Vergussmasse ein bei der Verarbeitung thermoplatischer
Kunststoff.

Bei wieder einer anderen Ausfuhrungsform der erfindungsgemalen
Baugruppe ist das von der Vergussmasse umschlossene Bauteil ein fur eine

Ex-Schutz-Zulassung der Baugruppe relevantes Bauteil.

Bei einer weiteren Ausfuhrungsform der erfindungsgemafien Baugruppe ist

das von der Vergussmasse umschlossene Bauteil ein SMD-Bauteil.

Bei noch einer weiteren Ausfuhrungsform der erfindungsgemalien
Baugruppe sind mehrere von der Vergussmasse umschlossene Bauteile von

einem gemeinsamen Vergussrahmen umgeben.

Bei wieder einer weiteren Ausfuhrungsform der erfindungsgemalien
Baugruppe ist der Vergussrahmen durch den Lack auf der Leiterplatte

befestigt.
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Die oben genannte Aufgabe wird aul3erdem nach der Erfindung gel6st durch

ein Verfahren zur UmschlielBung wenigstens eines Bauteils einer auf eine

Leiterplatte gel6teten elektronischen Baugruppe mit einer Vergussmasse mit

folgenden Verfahrensschritten:

= |ackieren einer mit verschiedenen elektronischen Bauteilen besttckten
Seite einer Leiterplatte;

» einsetzen eines Vergussrahmens in den Lack, derart, dass der
Vergussrahmen wenigstens ein Bauteil umgibt, das danach mit
Vergussmasse umschlossen werden soll;

» ausharten des Lackes und damit fixieren des Vergussrahmens;

» einflllen von Vergussmasse in den Vergussrahmen; und

» ausharten der Vergussmasse.

Bei einer vorteilhaften Ausfuhrungsform des erfindungsgemafien Verfahrens
wird ein bei seiner Verarbeitung themoplastischer Kunststoff als

Vergussmasse verwendet.

Bei einer weiteren Ausfuhrungsform des erfindungsgemafen Verfahrens ist
das von der Vergussmasse umschlossene Bauteil ein fur eine Ex-Schutz-

Zulassung der Leiterplatte relevantes Bauteil.

Bei einer anderen Ausfuhrungsform des erfindungsgemafen Verfahrens ist
das von der Vergussmasse zu umschlieRende Bauteil ein SMD-Bauteil ist.
Bei noch einer anderen Ausfuhrungsform des erfindungsgemalen
Verfahrens werden mehrere von der Verguldmasse zu umschlielende

Bauteile von einem gemeinsamen Vergufiranmen umgeben.

Der grolie Vorteil der Erfindung besteht darin, dass sie fur all solche
Baugruppen verwendet werden kann, wo ein grof3flachiger bzw.
grof3volumiger Verguss der gesamten Baugruppe nicht erwinscht oder nicht
maéglich ist. Damit kbnnen — und mussen - nur die Bauteile einer Baugruppe

umschlossen und vergossen werden, fur die ein Verguss unumganglich ist,
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sei es aus Korrosionschutzgrunden, zur Warmeableitung oder um den
Vorschriften zum Explosionsschutz zu gentigen. Dadurch ertbrigen sich
teure und komplexe Vergussformen, die Baugruppen-spezifisch angefertigt

mussen.

Nach einer besonderen Ausfuhrungsform der Erfindung kann der
Vergussrahmen auf einfache Weise mit einem Lack auf der Baugruppe

befestigt werden, so dass er gegenuber der Leiterplatte abgedichtet ist.

Der Vergussrahmen selbst ein Bauteil-spezifisches Produkt und daher als

Standard- und Massenartikel preiswert herzustellen und zu beziehen.

Die Erfindung wird nachfolgend und unter Verweis auf die beigefugte
Zeichnung genauer erlautert und beschrieben. Dabei zeigen:
Fig. 1: eine Ausfuhrungsform einer elektronischen Baugruppe nach der
Erfindung in einer Draufsicht;
Fig. 2: die elektronische Baugruppe nach Fig. 1 in einer
perspektivischen Draufsicht in leicht vergréRertem Malistab;
Fig. 3: ein Vergussrahmen fur die Baugruppe nach den Fig. 1 und 2 in
einer Draufsicht;
Fig. 4  der Vergussrahmen nach Fig. 3 in einer Schnittdarstellung
entlang der in Fig. 3 mit IV-IV bezeichneten Schnittlinie;
Fig. 5 die Baugruppe nach den Fig. 1 und 2 mit vergossenen,
sicherheitsrelevanten Bauteil in einer Draufsicht; und
Fig. 6 die Baugruppe nach Fig. 5 in einer perspektivischen Draufsicht in

leicht vergréRertem Malistab.

Zur Vereinfachung und zum besseren Verstandnis werden in den in der
Zeichnung dargestellten Ausfuhrungsformen der Erfindung gleiche

Bezugszeichen fur gleiche Elemente, Bauteile und Module verwendet.
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In den Fig. 1 und 2 ist ein Ausfuhrungsbeispiel der elektronische Baugruppe
10 nach der Erfindung dargestellt. Diese Baugruppe 10 umfasst
verschiedene elektronischen Bauteile 12, die bereits nach einem Ublichen
Verfahren auf eine Leiterplatte 14 gelétet wurden. Zur Vereinfachung ist hier
nur eine Seite 16 der Leiterplatte 14 dargestellt, wobei die Leiterbahnen nicht
gezeigt werden. Diese Seite 16 der Leiterplatte 14 ist nach dem Léten der
Bauteile 12 vorzugsweise bereits mit einem an sich bekannten Lack
Uberzogen worden, Ublicherweise einem Schutzlack gegen Feuchtigkeit und

Korrosion der der Leiterbahnen und der Bauteile 12.

Die Fig. 1 und 2 zeigen neben den Bauteilen 12 auch ein einzelnes
spezielles, fur eine Ex-Schutz-Zulassung der Baugruppe 10 relevantes
oberflachenmontiertes SMD-Bauteil auf der Leiterplatte. Bei dem hier
dargestellten Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung ist dieses
sicherheitsrelevante Bauteil 18 eine Sicherung, die fur eine Ex-Schutz-
Zulassung der Baugruppe 10 von einem Geh&use umgeben oder vergossen
sein muss. Neben einer solchen Sicherung gibt es auch andere
sicherheitsrelevante Bauteile bei anderen Ausfuhrungsformen der Erfindung,
bei denen fur eine Ex-Schutz-Zulassung der betreffenden Baugruppe ein
Verguss erforderlich sein kann, um die beim Betrieb dieser Bauteile
entstehende Warme abzufUhren und auf einen vorgeschriebenen Wert zu

reduzieren.

Die Fig. 1 und 2 veranschaulichen einen Zustand vor dem Verguss des
sicherheitsrelevanten Bauteils 18. Das sicherheitsrelevante Bauteils 18 ist
bereits von einem Vergussrahmen 20 umgeben, der direkt nach dessen
Auftrag auf die Leiterplatte 14 und die Baugruppe 10 in den Lack eingesetzt
wurde. Nach Ausharten des Lackes ist der Vergussrahmen 20 sicher auf der
Leiterplatte 14 und fixiert. Gleichzeitig wird dadurch ein Zwischenraum im
Innern des Vergussrahmens 20 zwischen einer Innenwand des
Vergussrahmens 20 und dem sicherheitsrelevanten Bauteil 18 so

abgedichtet, dass keine Vergussmasse aus dem Rahmen auslaufen kann.
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Zur besseren Erlauterung veranschaulichen die Fig. 3 und 4 ein
Ausfuhrungsbeispiel eines erfindungsgemalien Vergussrahmen 20 in
gegenuber der Darstellung der Fig. 1 und 2 vergroéRertem Malistab. Fig. 3 ist
eine Draufsicht und Fig. 4 eine Schnittdarstellung des Vergussrahmens 20,
wobei bei dem hier dargestellten Ausfuhrungsbeispiel innen im
Vergussrahmen 20 Abstandsnippel 22 vorgesehen sind. Diese
Abstandsnippel 22 sollten derart geformt sein, dass der Vergussrahmen 20
auf das Bauteil 18 (siehe Fig. 1 und 2) gesteckt und dort fest aufgeschnappt
werden kann. Uber eine Héhe h des Vergussrahmens 20 wird entsprechend
den Vorschriften zur Ex-Schutz-Zulassung die erforderliche Hohe der
Vergussmasse Uber dem sicherheitsrelevanten Bauteils 18 bestimmt. Zum
anderen wird Uber eine Tiefe t der Abstandsnippel 22 eine nach den
Vorschriften zur Ex-Schutz-Zulassung erforderliche seitliche Dicke der
Vergussmasse um das Bauteil 18 herum eingestellt.
In den Fig. 3 und 4 sind im Innern des Vergussrahmens 20 beispielhaft vier
Abstandsnippel 22 dargestellt. Es ist klar, dass je nach GréRe und Form des
zu vergielRenden sicherheitsrelevanten Bauteils 18 auch weniger oder mehr

Abstandsnippel 22 verwendet werden kénnen.

Es ist auRerdem klar, dass sich die Erfindung neben dem inden Fig. 1, 2, 5
und 6 beispielhaft dargestellten, einzelnen sicherheitsrelevanten und daher
vergossenen SMD-Bauteil auch fur andere einzelne Bauteile, die vergossen
werden sollen, eignet. Daruber hinaus ist es auch denkbar, mehrere zu
vergiellende Bauteile benachbart anzuordnen und mit einem gemeinsamen
Vergussrahmen zu umgeben, so dass sie anschliel3end in einem Block
vergossen werden kdnnen. Auch in diesen Fallen erscheint es am
Einfachsten, den entsprechenden Vergussranmen 20, wie oben beschrieben,
in einen auf die Leiterplatte 12 und die Baugruppe 10 aufgebrachten Lack

einzusetzen und damit zu fixieren.

Zur Vervollstandigung ist in den Fig. 5 und 6 die aus den Fig. 1 und 2

bekannte Baugruppe 10 mit dem vergossenen sicherheitsrelevanten Bautell
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18 veranschaulicht. Der Vergussrahmen 20 ist mit der Vergussmasse gefullt,

sicherheitsrelevanten Bauteil 18 von der Vergussmasse umschlossen.

Als Vergussmasse eignen sich an sich alle von den Vorschriften zur Ex-
Zulassung genehmigten Vergussmassen. Vorzugweise wird jedoch nach der
Erfindung ein thermoplatischer Kunststoff als Vergussmasse verwendet.
Derartige thermoplastischen Kunststoffe sind beispielsweise als so genannte
"Hotmelt"-Klebstoffe bekannt, die zum Umspritzen von Kabeln oder
einzelnen Steckern genutzt werden. Fur die Erfindung eignen sich dabei
sowohl dauerhaft thermoplastische Klebstoffe auf einer Basis von Ethylen-
Vinyl-Acetat, Polyester oder Polyamid als auch so genannte "reaktive"
Hotmelt-Klebstoffe, die zwar beim Vergiel3en thermoplastische
Eigenschaften aufweisen, aber bei ihrer Aushértung ihre thermoplastischen

Eigenschaften verlieren.

Wie bereits oben beschrieben erméglicht die Erfindung auf einfache Weise,
wenigstens eines Bauteil 18 der auf die Leiterplatte 14 gel6teten
elektronischen Baugruppe 10 mit einer Vergussmasse zu umschliel3en.
Nachdem Lackieren der mit verschiedenen elektronischen Bauteilen 12, 18
bestlckten Seite16 der Leiterplatte 14 wird vor dem Ausharten des Lackes
der Vergussrahmen um das sicherheitsrelevante Bauteil in den Lack gesetzt.
Nach dem Ausharten des Lackes und der damit verbundenen Fixierung des
Vergussrahmens 20 wird Vergussmasse in den Vergussrahmen 20 eingefullt,
so dass das Bauteil 18 in gewunschter Weise von der Vergussmasse
umschlossen ist. Anschliel3end l&sst man die Vergussmasse in bekannter

Weise ausharten.
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Patentanspriiche

1. Elektronische Baugruppe (10) von verschiedenen elektronischen
Bauteilen (12, 18) auf einer Leiterplatte (14), wovon wenigstens ein Bauteil
(18) von einer Vergussmasse umschlossen ist, die wiederum von einem

Vergussrahmen (20) umgeben ist.

2. Baugruppe (10) nach Anspruch 1, bei der die Seite (16) der
Leiterplatte (14), auf der sich der Vergussrahmen (20) befindet, mit einem

Lack Uberzogen ist.

3. Baugruppe (10) nach Anspruch 1 oder 2, bei der der Vergussrahmen
(20) Abstandsnippel (22) zur geeigneten Positionierung um das (18) Bautell

aufweist.

4. Baugruppe (10) nach einem der Anspruche 1 bis 3, bei der die

Vergussmasse ein bei der Verarbeitung thermoplatischer Kunststoff ist.

. Baugruppe (10) nach einem der Anspriiche 1 bis 4, bei der das von
der Vergussmasse umschlossene Bauteil (18) ein fur eine Ex-Schutz-

Zulassung der Baugruppe (10) relevantes Bauteil ist.

6. Baugruppe (10) nach einem der Anspruche 1 bis 5, bei der das von

der Vergussmasse umschlossene Bauteil (18) ein SMD-Bauteil ist.

7. Baugruppe (10) nach einem der Anspriche 1 bis 6, bei der mehrere
von der Vergussmasse umschlossene Bauteile von einem gemeinsamen

Vergussrahmen (20) umgeben sind.

8. Baugruppe (10) nach einem der Anspruiche 1 bis 7, bei der der
Vergussrahmen (20) durch den Lack auf der Leiterplatte (14) befestigt ist.
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9. Verfahren zur UmschlieRung wenigstens eines Bauteils (18) einer auf

eine Leiterplatte (14) geldteten elektronischen Baugruppe (10) mit einer

Vergussmasse mit folgenden Verfahrensschritten:

» lackieren einer mit verschiedenen elektronischen Bauteilen (12, 18)
bestlckten Seite (16) einer Leiterplatte (14);

» einsetzen eines Vergussrahmens (20) in den Lack, derart, dass der
Vergussrahmen (20) wenigstens ein Bauteil (18) umgibt, das danach mit
Vergussmasse umschlossen werden soll;

» ausharten des Lackes und damit Fixieren des Vergussrahmens (20);

» einflllen von Vergussmasse in den Vergussrahmen (20); und

» ausharten der Vergussmasse.

10.  Verfahren nach Anspruch 9 mit einem bei seiner Verarbeitung

themoplastischen Kunststoff als Vergussmasse.

11.  Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, bei dem das von der
Vergussmasse zu umschlieBende Bauteil (18) ein fur eine Ex-Schutz-

Zulassung der Leiterplatte (14) relevantes Bautell ist.

12.  Verfahren nach einem der Anspruiche 9 bis 11, bei dem das von der

Vergussmasse umschlossene Bauteil (18) ein SMD-Bauteil ist.

13.  Verfahren nach einem der Anspriiche 9 bis 12, bei dem mehrere von
der Vergussmasse umschlieRende Bauteile von einem gemeinsamen

Vergussrahmen (20) umgeben sind.
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